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Chips Made in Europe:
Eine kritische Analyse der
europaischen Halbleiterstrategie

Halbleiter, allgemein als Chips bekannt, sind unver-
zichtbare Komponenten in einer Vielzahl von Gerd-
ten, die unser tdgliches Leben prdgen, von Smart-
phones und Computern bis hin zu Waschmaschinen
und vielen anderen. Ihre Herstellung erfordert
hochkomplexe Fertigungsprozesse und die enge
Zusammenarbeit zahlreicher spezialisierter Unter-
nehmen entlang globaler Wertschopfungsketten.
Megatrends wie Digitalisierung, Elektromobilitét und
kiinstliche Intelligenz treiben den Bedarf an Halblei-
tern stetig voran und erhohen damit die strategische
Bedeutung dieser Branche. Vor diesem Hintergrund
tobt ein intensiver Wettbewerb um die Kontrolle tiber
die Halbleitertechnologie, insbesondere zwischen
den USA und China. Beide Ldnder betrachten Halb-
leiter als entscheidend fir ihre wirtschaftliche und
militdrische Dominanz. Als Reaktion darauf hat die
Europdische Union (EU) im September 2023 den

European Chips Act (ECA) verabschiedet. Ziel des
ECA ist es, den Anteil der EU an der globalen Halblei-
terproduktion von derzeit etwa 8 % auf mindestens
20 % bis 2030 zu erhéhen (Europdische Kommission,
2023). Dazu sollen milliardenschwere Subventionen
in den Bau neuer Chipfabriken fiir die Produktion
fortschrittlichster Chips investiert werden. Gerecht-
fertigt werden diese Subventionen mit dem Argu-
ment der Versorgungssicherheit fiir die europdische
Industrie und damit, dass sie den ,,griinen“ Wandel
der EU fordern werden. Allerdings wird dabei haufig
der erhebliche 6kologische und soziale Fufiabdruck
der Halbleiterproduktion selbst tibersehen. Vor die-
sem Hintergrund ergeben sich die folgenden Fragen,
die dieses Factsheet beleuchtet: Wie sinnvoll ist die
aktuelle Ausrichtung des ECA? Inwiefern leistet der
ECA einen Beitrag zur Versorgungssicherheit und zur
Forderung des ,,griinen“ Wandels der EU?
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ABBILDUNG 1:
Globales Halbleiter-Wertschopfungsnetzwerk
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Halbleiter-Wertschépfungsketten zeichnen sich durch
eine starke Arbeitsteilung und eine hohe Marktkonzen-
fration aus. Die Produktion von Halbleitern erfordert
enorme Kapitalinvestitionen, die nur wenige aufbrin-
gen koénnen. Dies hat zur Folge, dass die Halbleiter-
industrie auf eine kleine Zahl von Unternehmen und
Regionen konzentriert ist (vgl. Abb. 1). Heutzutage
beschrdnkt sich die Produktion von Halbleitern im
Wesentlichen auf die USA, China, Stdkorea, Japan,
Taiwan und die EU.

Die zentralen Schritte der Halbleiterproduktion
sind das 1) Design, 2) die Frontend- und 3) die Back-
end-Fertigung (vgl. Abb. 1). Im Chipdesign werden
die sogenannten Schaltkreismuster entworfen, die die
Funktion und Leistungsfdhigkeit eines Chips bestim-
men. In der Frontfend-Fertigung werden diese Schalt-

Halbleiter- Zuschneiden Ummantelung
fertigung der Halbleiter  der Halbleiter
(FAB) und Test (Packaging)
FRONTEND BACKEND

kreismuster mithilfe des Lithographieverfahrens auf
sog. Wafer Ubertragen. Das Endprodukt der Front-
end-Fertigung ist ein Wafer, auf dem sich hunderte
oder sogar tausende von identischen Chips befinden.
Im letzten Produktionsschritt, der Backend-Fertigung,
werden die einzelnen Chips aus dem Wafer geschnit-
fen, in Gehduse eingebaut und anschlief3end getestet.

ABBILDUNG 2:
Halbleiter-Umsdtze im Chipdesign
nach Regionen, 2022 (in %)
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ABBILDUNG 3:
Halbleiter-Fertigungskapazitdten nach Bereichen und Regionen,
2022 (in %)
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Das Chipdesign, der profittrachtigste Produkti-
onsschritt, ist mit einem Anteil von 51% Uberwiegend
in den USA konzentriert (vgl. Abb. 2). Im Gegensatz
dazu ist der Grofdteil der Fertigung in Ostasien ange-
siedelt. Die Frontend-Fertigung ist der kapital- und
ressourcenintensivste Produktionsschritt. Heutzutage
sind China mit 24 %, Taiwan mit 18% und Sldkorea
und Japan mit jeweils 17 % die bedeutendsten Pro-
duktionslander (vgl. Abb. 3). Dagegen entfallen auf
die USA lediglich 10 % und auf die EU 8 %. Vor allem
im Bereich der fortschrittlichsten Chips, also Chips mit
besonders kleiner Strukturgrofie, gibt es eine starke
Konzentration. Die Strukturgrof3e bezieht sich auf die
Breite der kleinsten Strukfturen auf einem Chip, typi-
scherweise die Transistoren. Je kleiner die Struktur,
desto leistungsstdrker und energieeffizienter der Chip.
Derzeit gilt eine Strukturgrofie von 3 Nanometern (nm)
als modernste Technologie. In diesem Segment haben
sich zwei Unternehmen als klare Marktflhrer etabliert:
die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
(TSMC) und Samsung. Das taiwanische Unternehmen
TSMC liefert inzwischen rund 92 % der weltweit pro-
duzierten fortschrittlichsten Logikchips (zur Nedden,
2023). Logikchips werden vor allem fur die Datenver-
arbeitung bendtigt. Der Rest stfammt von Samsung.
Die EU dagegen hat, wie Abbildung 4 zeigt, kaum
Produktionskapazitaten fur fortschrittlichste Chips mit
einer Strukturgrofie von unter 20 nm. Die Starke der
europdischen Halbleiterindustrie liegt dagegen pri-
mdr im Bereich der Leistungshalbleiter, also analoger
Chips mit grofBeren Strukturgréfien. Sie sind zentrale
Bestandteile der Elektromobilitdt und erneuerbarer
Energietechnologien.

Die Backend-Fertigung ist weniger kapitalinten-
siv, daflir aber wesentlich arbeitsintensiver und da-
mit stérker von Lohnkosten beeinflusst. Aus diesem
Grund wurde die Backend-Fertigung in den 1960er
Jahren gréf3tenteils aus den USA nach Ostasien ver-
lagert und dort ausgebaut. Die Backend-Fertigung
konzentriert sich heute vor allem auf L&nder mit
niedrigeren Lohnen und ist der Produktionsschritt,
der weltweit am breitesten verteilt ist (vgl. Abb. 3).
Neben den Hauptstandorten Taiwan und China, die
fast 60 % der globalen Kapazitdten ausmachen,
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spielen auch Ldnder wie Malaysia (7 %) und die
Philippinen (6 %) eine Rolle. Auf die EU hingegen
entfallen weniger als 5 % der Backend-Fertigungs-
kapazitaten.

Haufig Ubersehen, jedoch essenziell fir die
Halbleiterproduktion, ist auch die Zulieferkette. Mitt-
lerweile ist jeder Produktionsschritt von einer Viel-
zahl spezialisierter Zulieferunternehmen abhdngig.
Bereits der Entwurf eines Chips erfordert spezielle
Software. Ahnlich wie beim Chipdesign dominieren
hier US-amerikanische Firmen den Markt (Varas et all.,
2021). Damit haben die USA vor allem am Beginn der
Wertschopfungsketten eine erhebliche Vormachtstel-
lung. Auch im Bereich der Forschung und Entwicklung,
der Grundlage fur das Chipdesign, sind die USA flh-
rend (Stiftung Arbeit und Umwelt der IGBCE, 2022).
Doch auch die EU spielt in diesem Bereich eine wich-
tige Rolle, etwa durch das belgische Forschungsin-
stifut IMEC, das gemeinsam mit Unfernehmen wie
TSMC und Intel an der Entwicklung modernster Chips
arbeitet. Die Chipfertigung wiederum ist auf speziel-
le Maschinen, Chemikalien und Gase angewiesen.
Auch hier gibt es fur viele dieser Inputs weltweit nur
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wenige Unternehmen, in manchen Féllen sogar nur ein
einziges. Ein Beispiel hierflr ist das niederléndische
Unternehmen ASML, das weltweit als einziges EUV-
Lithographieanlagen herstellt, die fir die Produktfion
modernster Chips unverzichtbar sind. Damit hat das
Unternehmen eine erhebliche Marktmacht und spielt
im Wettstreit um die Vorherrschaft zwischen den USA
und China eine zentrale Rolle. Die Komplexitdt des
Zulieferer-Netzwerks reicht jedoch weiter: ASML ist
auf etwa 5.000 weitere Zuliefernde in Europa, den USA
und Asien angewiesen (ASML, 2023). Neben AusrUs-
tung liefern europdische Unternehmen auch zahlrei-
che Chemikalien, die in der Halbleiterfertigung genutzt
werden. Diese Beispiele unterstreichen die zentrale
Bedeutung der EU in der Halbleiter-Zulieferkette.

Auch bei der Betrachtung der Verteilung der Halb-
leiterumsdtze wird eine starke Konzentrierung und
damit eine erhebliche Ungleichverteilung deutlich:
Die USA generieren rund die Hdlfte der weltweiten
Halbleiterumsdtze und halten damit bei weitem den
grof3ten Anteil (vgl. Abb. 5). Dies liegt vor allem an der
US-amerikanischen Dominanz im Chipdesign und den
Zulieferbetrieben. Stidkorea folgt mit einem Umsatz-
anteil von etwa 14 % und die EU - trotz begrenzter
Kapazitdten in der Frontend- und Backend-Fertigung
- mit 13 %. Taiwan wiederum hat obgleich seiner zent-
ralen Rolle in der Fertigung modernster Chips mit 7 %
einen vergleichsweisen geringen Anteil.

Aus dieser Analyse wird deutlich, dass die EU im
intfernationalen Vergleich entlang der Hauptproduk-
tionskette eine eher untergeordnete Rolle spielt. Es
fehlen sowohl Kapazitéten im Chipdesign als auch
in der Backend-Fertigung. Auf3erdem gibt es keine
europdischen Produktionsstatten fur fortschrittlichste
Chips. Allerdings ist die EU in Segmenten wie der Her-
stellung von Leistungshalbleitern und der Produktion
von Ausristungen und Chemikalien stark aufgestellt.

ABBILDUNG 5:
Verteilung der weltweiten Umsdatze der
Halbleiterindustrie nach Region, 2023 (in %)
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In der Backend-Fertigung werden die Chips
zundchst aus den Wafern extrahiert, um
dann getestet und montiert zu werden.

2 Die okologischen
Auswirkungen der
Halbleiterfertigung

Halbleiter sind entscheidende Komponenten fir die
Verbesserung der Energieeffizienz von Rechenzen-
fren, die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien
und die Elektrifizierung von Elektrofahrzeugen. Aus
diesem Grund werden sie im Rahmen des ECA als
integraler Bestandteil des ,,griinen“ Wandels der EU
betrachtet. Dabei wird jedoch der erhebliche 6kologi-
sche Fuf3abdruck der Halbleiterproduktion tbersehen.
Wie im Folgenden gezeigt wird, erfordert die Chipfer-
figung grofie Mengen an Energie, Wasser, Chemikalien
und Rohstoffen und fihrt zu steigenden Mengen an
Elektroschrott. Auf den zweiten Blick stellt sich daher
heraus, dass der dkologische Fuf3abdruck der Halb-
leiterfertigung den vermeintlichen Beitrag der Indus-
frie zum ,,grinen“ Wandel der EU schmalert.

Energie

Die Chipproduktion ist extrem energieintensiv. So
findet die Fertigung in hochreinen RGumen statt, de-
ren Luftfilterung, Heizung und Klimatisierung enorme
Energiemengen verbrauchen. Die Halbleiterindustrie
ist geschatzt flr etwa 0,3 % der globalen CO,-Emis-
sionen verantwortlich, die vor- und nachgelagerten
Produktionsprozesse miteinbezogen sogar fur 1,3 %
(SEMLI et al., 2023). Die zunehmende Miniaturisierung
der Halbleiter treibt den Energieverbrauch pro pro-
duziertem Chip weiter in die Hohe. Eine IMEC-Studie
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zeigt, dass der Energieverbrauch pro Wafer von der
28 nm- zur 2 nm-Fertigung um das 3,46-Fache anstei-
gen wird (Bardon & Parvais, 2020). Sollte die EU ihr
angestrebtes Ziel erreichen, bis 2030 einen Anteil von
20 % an der globalen Halbleiterproduktion zu halten,
kénnten sich die CO,-Emissionen der europdischen
Halbleiterproduktion verachtfachen (Hess, 2024).

Wasser und Chemikalien

Halbleiterfabriken kénnen t&glich bis zu 38 Mio. Liter
Wasser verbrauchen (Hess, 2024). Dies kann beson-
ders in wasserarmen Regionen zu erheblichen Konflik-
ten fuhren. So mussten Landwirte in Taiwan wdhrend
der Durre in 2021 auf Bewdsserung verzichten, da-
mit die Chipfabriken von TSMC ihren Wasserbedarf
decken konnten (Borowiec, 2022). In Sudkorea sind
die 6kologischen Auswirkungen des hohen Wasser-
verbrauchs in Form von thermischer Verschmutzung
sichtbar: Das erhitzte Abwasser der Samsung-Fabri-
ken wird in Flisse geleitet und fihrt zu einer Erhdhung
der Wassertemperatur, was das Wachstum von Griin-
algen fordert (ebd.). Zudem werden in der Halbleiter-
produktion zahlreiche Chemikalien und Schwermetalle
eingesetzt, wodurch das Abwasser dieser Fabriken mit
gefdhrlichen Verunreinigungen belastet wird und da-
mit zu einer ernsthaften Gefdhrdung lokaler Okosyste-
me und der Gesundheit der Bevolkerung fuhren kann.

Rohstoffe

95 % der Wafer fir die Fertigung bestehen aus dem
Rohstoff Silizium, welches aus Quarzsand gewonnen
wird. Trotz der zentralen Bedeutung von Silizium sowie
dessen steigendem Bedarf flr die Halbleiterfertigung
sind die genauen Umweltauswirkungen des Silizium-
abbaus derzeit wenig erforscht. Die Verarbeitung
des Quarzsandes zu hochreinem Halbleiter-Silizium
ist jedoch Guflerst energieintensiv, da der Quarzsand
zundchst auf Uber 2000°C erhitzt werden muss (Lip-
pelt et al., 2021).

Neben Silizium wird auch eine Vielzahl metalli-
scher Rohstoffe, darunter Kupfer, Palladium, Kobalt
und Seltene Erden bendtigt, deren Abbau oft in direk-
ter Verbindung zu Menschenrechtsverletzungen und

Foto: iStockphoto.com/Bjoern Wylezich

Wafer mit Stiick polykristallinem Silizium

der Zerstorung der Umwelt steht. Mit dem steigenden
Bedarf an Halbleitern wirde zwangsldufig auch der
Bedarf an metallischen Rohstoffen steigen. Ohne die
strikte Einhaltfung héchster menschenrechtlicher, so-
zialer und 6kologischer Standards werden sich die
gravierenden sozialen und 6kologischen Auswirkun-
gen des Rohstoffabbaus weiter verscharfen.

Elektroschrott

Mit der steigenden Nachfrage nach Halbleitern wachst
auch die Menge an Elekfroschrott aus Produkten, die
diese enthalten. Das Recycling von Halbleitern ist der-
zeit noch duflerst aufwendig und ressourcenintensiv,
da es grofie Mengen an Energie und Wasser bendtigt.
Aktuelle Recycling- und Kreislaufwirtschaftsansétze
konzenftrieren sich daher vorrangig auf Abfdlle aus
der Halbleiterfertigung, wdhrend die Entsorgung von
Endprodukten mit Chips weitgehend vernachldssigt
wird (Hess, 2024).

3 Der Chip-Krieg:
Ein Blick auf den
Konflikt zwischen
den USA und China

Der Wettbewerb um die Kontrolle der Halbleiterpro-
duktion hat zu einem geopolitischen Machtkampf
zwischen den USA und China geflhrt, den der Wirt-
schaftshistoriker Chris Miller als ,,Chip War” bezeich-
net (Miller, 2022). Heutzutage werden mehr als 60 %
aller PCs und etwa 90 % aller Smartphones in China
produziert (Bown, 2020). Einen Grof3teil der hierflr
bendtigten Chips muss China nach wie vor importie-
ren - eine bedeutende Schwachstelle aus Sicht der
chinesischen Regierung. Daher hat China 2015 die
»Made in China 2025“Initiative ins Leben gerufen.
Das erklarte Ziel ist es, bis 2025 etwa 70 % des natio-
nalen Halbleiterbedarfs durch eigene Produktion zu
decken. Daflr investiert China massiv in inldndische
Unternehmen.

Die USA sehen in Chinas ehrgeiziger Chippolitik
eine potenzielle Bedrohung ihrer wirtschaftlichen Do-
minanz. Im August 2022 verabschiedete die Biden-
Regierung den ,,CHIPS and Science Act”, ein Gesetzes-
paket mit einem Volumen von 52 Mrd. US-Dollar, wo-
von etwa 39 Mrd. fur den Ausbau der US-Halbleiter-
produktion vorgesehen sind. Das Gesetz umfasst
zudem Exporteinschrénkungen, die China von fort-
schrittlicher Chiptechnologie abschneiden sollen. So
dirfen US-Chips unter 12 nm nur noch mit Genehmi-
gung der US-Behorden nach China geliefert werden
(Freifeld & Potkin, 2024). Darlber hinaus setzten die
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USA auf diplomatischen Druck: Im Januar 2024 ent-
zog die niederlandische Regierung auf das Drdngen
der USA dem Unternehmen ASML die Genehmigung,
EUV-Lithographieanlagen nach China zu exportie-
ren (Hofer, 2024). Der Einfluss der USA auf auslédndi-
sche Regierungen und Unternehmen wird durch ihre
marktflhrende Stellung in den Bereichen Chipdesign
und Softwareentwicklung, dem Beginn der Halblei-
ter-Wertschopfungsketten, verstarks.

Als Reaktion auf die US-amerikanischen Restrik-
fionen hat die chinesische Regierung ihre Halbleiter-
strategie neu ausgerichtet (Bork, 2024). Statt sich auf
die Entwicklung hochmoderner Chips zu konzentrie-
ren, hat die Regierung den Schwerpunkt auf die Pro-
duktion von dlteren Chipgenerationen von 28 nm oder
mehr gelegt. Im ersten Quartal 2024 erhéhte China
seine Produktion um 40 % (ebd.). Durch diese massive
Steigerung gewinnt China zunehmend Marktmacht
in einem Segment, das bisher vor allem von europa-
ischen Unfernehmen dominiert wurde. Damit steigt
die Sorge in Politik und Wirtschaft, dass europdische
Unternehmen aufgrund des Preisdrucks gezwungen
sein konnten, ihre Produktion zu reduzieren, wodurch
sich die Abhdngigkeit der EU von chinesischen Chips
verstdrken kénnte.

Die EU hielt sich lange Zeit in dem Chipkrieg zwi-
schen den USA und China zurtick. Doch aufgrund
der wachsenden geopolitischen Spannungen mdch-
te die EU nun ihre Position in den Halbleiter-Wert-
schopfungsketten starken. Der ECA ist ein Versuch
diesen wachsenden geopolitischen Spannungen zu
begegnen.

Die Strategie der

EU im globalen
Halbleiterwettbewerb:
Der European Chips Act

Die EU hat in der Chipfertigung derzeit einen globalen
Anteil von weniger als 10 % und produziert kaum Chips
mit Strukturgréfien unter 22 nm (vgl. Abb. 2, 3). Die
EU-Kommission plant nun jedoch, die EU zu einem
fihrenden Standort fur die Produktion hochmoder-
ner Chips auszubauen. Mit dem ECA verfolgt sie das
ambitionierte Ziel, den europdischen Anfeil an der
weltweiten Halbleiterproduktion bis 2030 auf mehr als
20 % zu steigern. Angesichts einer gleichzeitig erwar-
teten Verdopplung der globalen Nachfrage, mussten
die Produktionskapazitéten der europdischen Halblei-
terindustrie daher um das Vierfache steigen. Um dies
zu erreichen, plant die EU rund 43 Mrd. Euro an staat-
lichen und privaten Mitteln zu mobilisieren. Ein Grof3-

teil dieser Investitionen, etwa zwei Drittel, soll in den
Bau sogenannter First-of-a-Kind-Fabriken flie3en
- hochmodernen Anlagen, die Chips mit den feins-
ten Strukturen produzieren sollen (Europdische Kom-
mission, 2023). Beispiele hierflir sind die European
Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) in
Dresden, an der Bosch, Infineon und NXP beteiligt
sind und die mit Zuschissen von 5 Mrd. Euro von
der deutschen Bundesregierung unterstlfzt werden
sollte, oder das vorerst auf Eis gelegte Intel-Werk in
Magdeburg, das rund 10 Mrd. Euro an Subventionen
erhalten sollte. Doch wie sinnvoll ist die aktuelle Aus-
richtung des ECA wirklich?

5.1 Schwachstellen des ECA

Unzureichende gesamtheitliche Betrachtung der
Halbleiter-Wertschopfungsketten. Derzeit liegt der
Fokus des ECA fast ausschlieflich auf der Frontend-
Fertigung. Dahingegen hat die EU derzeit nur mini-
male Kapazitdten in der Backend-Fertigung (3 %,
vgl. Abb. 2). Das bedeutet, dass in Deutschland pro-
duzierte Chips auch kiinftig in Landern wie Taiwan,
China und Malaysia geschnitten, getestet und mon-
fiert werden. Zudem bleiben die geplanten Fabriken
abhdngig von einer Vielzahl auf3ereuropdischer Zu-
lieferunternehmen. Der Bau neuer Fertigungsanlagen
in der EU wird nichts Grundsdtzliches an den extrem
verflochtenen Halbleiter-Wertschépfungsketten an-
dern (Mliller, 2023).

Der ECA vernachldssigt die europdische Industrie.
Europdische Unternehmen sind flihrend in der Her-
stellung von Chips mit grof3erer Strukturgrofie. Diese
werden vor allem in der europdischen Automobil-,
Luftfahrt- und Maschinenbauindustrie bendtigt. Mit
Chinas Ausbau der Produktionskapazitdten kdnnte
sich die Importabhdngigkeit europdischer Industrien
verstdrken. Angesichts dieser Entwicklung erscheint
es fragwurdig, beim Ausbau der Kapazitdten auf die
modernsten Fertigungsverfahren fir die Produktfion
von 2 nm Chips zu setzen und damit auf Fabriken,
die ca. 20 Mrd. Euro kosten und fir deren Produkte
es kaum europdische Abnehmerindustrien gibt. Denn
Chips mit kleinster Strukturgréfie werden primdr in
der Elektronikindustrie bendtigt, welche jedoch tber-
wiegend in Ostasien angesiedelt ist. Folglich ist zu
befurchten, dass die geplanten Investitionen in die
Fertigungskapazitdten fortschrittlichster Chips am
tatsdchlichen Bedarf der europdischen Industrie
vorbeigehen. Sollte das angestrebte Ziel der EU die
Stdrkung der Versorgungssicherheit sein, dann ist
der Fokus auf fortschriftlichste Chips fehlgerichtet
(Kleinhans, 2021).

Versorgung fiir welche Industrien? Zentrales Ar-
gument fur den Ausbau der europdischen Halbleiter-
produktion ist der wachsende Bedarf an Halbleitern,
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insbesondere fur die Energiewende und andere so-
genannte ,,grine Technologien®“. An wichtiger Stelle
steht hier die Elektromobilitdt, die einen erheblichen
Mehrbedarf an Halbleitern verursacht. Der Elektro-
industrieverband ZVEI prognostiziert, dass allein
durch die Elektromobilitat der Bedarf an Leistungs-
halbleitern bis 2030 um 400 % steigen wird (ZVEI,
2021). Dieser steigende Bedarf wird jedoch auch die
sozialen und &kologischen Belastungen verstdrken,
die mit der Halbleiterproduktion und dem damit ver-
bundenen Rohstoffverbrauch einhergehen. Fir eine
effektive Bekdmpfung des Klimawandels und einen
echten ,,griinen“ Wandel der EU braucht es den Aus-
bau erneuerbarer Energietechnologien und nicht in-
dividueller Automobilitdt - selbst, wenn es sich dabei
um Elektrofahrzeuge handelt. Daher muss der Fokus
der Versorgung klar auf Technologien wie Solar- und
Wwindkraft liegen, anstatt auf der Versorgung der
Automobilindustrie.

Soziale und klimapolitische Aspekte bleiben unbe-
riicksichtigt. Fir den Ausbau der Produktionskapa-
zitGten, sollen gewaltige Summen &ffentlicher Gelder
in Gro3konzerne flieBen - ohne dass diese Gelder
an soziale oder klimapolitische Auflagen geknUpft
sind (industriAll Europe, 2024). Angesichts des hohen
sozialen und &kologischen Fuf3abdrucks der Halb-
leiterindustrie ist dies besonders besorgniserregend.
Zwar kdnnen Chips in Endgerdten zu Emissionseinspa-
rungen beitragen, doch mit der Miniaturisierung der
Chips steigt auch deren Ressourcenverbrauch. Dies
fuhrt dazu, dass das Endprodukt zwar méglicherweise
weniger Emissionen erzeugt, die Emissionen wéhrend
der Produktion der Chips jedoch zunehmen. Die 6ko-
logischen Kosten der Halbleiterproduktion werden
derzeit grof3tenteils externalisiert, da die Fertigung
vor allem in Ostasien stattfindet. Gerade aus diesem
Grund ist es unerlasslich, den Umgang mit Halblei-
tern suffizient zu gestalten. Der ECA enthdlt jedoch
weder Strategien zur Reduktion des Verbrauchs, noch
werden kreislaufwirtschaftliche Ansdtze ausreichend
ausgeschopft. Zugleich enthalt der ECA keine klaren
sozialen und klimapolitischen Auflagen, die an die
Finanzierung von Projekten geknlpft sind.

Regionales Ungleichgewicht: Aufgrund der hohen
Kapitalintensitat fir Halbleiterprojekte haben finanz-
starke Mitgliedsstaaten - insbesondere Deutschland
- aktuell einen erheblichen Vorteil bei der Anziehung
von diesbezlglichen Investitionen. Ohne die Einfluss-
nahme der EU kdnnte ein geografisches Ungleichge-
wicht entstehen, indem hauptsdchlich finanzstarke
Mitgliedsstaaten von der Mittelverteilung profitieren
koénnten (industriAll Europe, 2024).

5.2 Neuausrichtung erforderlich:
Strategische Empfehlungen

Angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen
und der zentralen Bedeutung von Halbleitern fur emis-
sionsreduzierende Technologien ist der Ansatz der
EU, die Resilienz der europdischen Halbleiterindustrie
starken zu wollen, grundsdtzlich nachvollziehbar. Da-
bei sollte jedoch der Fokus neu ausgerichtet werden.

Férderung bestehender Industrien. Staft sich im
geopolitischen Wettlauf um die Produktion hochmo-
derner Chips zu verlieren, sollte die EU verstarkt be-
stehende Industrien férdern. Obwohl die EU nur einen
geringen Anteil an der direkten Halbleiter-Wertschoép-
fungskette hat, nimmt sie in der Zuliefer-Kette eine be-
deutende Position ein, welche sie gezielt fordern sollte.
Ein weiterer entscheidender Bereich ist die Produktion
analoger Chips. Durch den gezielten Ausbau ihrer Pro-
duktionskapazitdten von analogen Chips - zentrale
Bausteine flur die Energiewende - kdnnte die EU so-
wohl ihre Importabhdngigkeit verringern als auch ihre
bereits starke Position in diesem wichtigen Segment
der Halbleiter-Wertschopfungsketten weiter ausbauen.

Sicherstellung eines regionalen Gleichgewichts.
Da die Europdische Kommission umfangreiche staat-
liche Beihilfen - wie sie fur solche Halbleiterprojekte
bendtigt werden - genehmigen muss, besitzt sie er-
heblichen Einfluss, um eine gerechte Verteilung der
Mittel sicherzustellen. Sie sollte daher besonders da-
rauf achten, dass die Investitionen grundsdatzlich al-
len Mitgliedstaaten zugutekommen und nicht nur den
grof3eren, finanzstarkeren Landern.

Priorisierung sozialer und klimapolitischer As-
pekte. Die Finanzierung von Projekten sollte an kon-
krete soziale und &kologische Kriterien geknupft wer-
den, wie etwa die Reduzierung von CO,-Emissionen
und Wasserverbrauch. Gleichzeitig gilt es, Suffizienz-
potenziale in halbleiterintensiven Sektoren umfassend
zu nutzen, um den Ressourcenverbrauch effektiv zu
begrenzen. Rohstoffe, die in der Halbleiterfertigung
eingesetzt werden, sollten prioritdr aus Recyclingpro-
zessen stammen. Der Einsatz von Primdrrohstoffen
darf nur erfolgen, wenn diese unter hochsten Umwelt-
und Menschenrechtskriterien bezogen wurden.

Forderung einer Kreislaufwirtschaft. Um die sozia-
len und 6kologischen Auswirkungen der Chipproduk-
tion weiter zu verringern, sollte der ECA den Ausbau
einer Kreislaufwirtschaft im Halbleitersektor voran-
treiben. Dies erfordert unter anderem verbindliche
Vorgaben fur ein Design, das auf Langlebigkeit, Re-
parierbarkeit und Wiederverwertbarkeit ausgerichtet
ist. Zusafzlich muss die Forschung und Entwicklung
energieeffizienter und ressourcenschonender Produk-
tionsmethoden gezielt geférdert werden.
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